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Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

ANMERKUNG: Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie |lhr Produkt besser einsetzen

®

kdénnen.

Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor méglichen Beschadigungen der Hardware oder vor Datenverlust und
zeigt, wie diese vermieden werden kénnen.
WARNUNG: Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefahrliche Situation hingewiesen, die zu Sachschiden,

A

Verletzungen oder zum Tod fiihren kann.

© 2019 - 2022 Dell Inc. oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell, EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder
entsprechenden Tochtergesellschaften. Andere Marken kdnnen Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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Technische Daten

Die technischen Daten und Umgebungsbedingungen fur Ihr System sind in diesem Abschnitt enthalten.
Themen:

¢ Gehduseabmessungen

. Gewicht des Systems

¢ Technische Daten des Prozessors

. Unterstlitzte Betriebssysteme

¢ PSU - Technische Daten

*  Technische Daten zu den Kihlungsliftern
¢ Technische Daten der System-batterie

*  Technische Daten des PCle-Erweiterungskarten-Risers
¢ Arbeitsspeicher — Technische Daten

e Speicher-Controller — Technische Daten

¢ Laufwerke

¢ Ports und AnschlUsse - Technische Daten
e Grafik — Technische Daten

¢ Umgebungsbedingungen
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Gehauseabmessungen
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Abbildung 1. Gehduseabmessungen
Tabelle 1. Gehduseabmessungen des Dell EMC PowerEdge R740xd2-Systems
Xa Xb Y Za Zb" Zc
482,0 mm 448,0 mm 86,8 mm Mit Blende: 810,264 mm 844,826 mm
(18,9 Zoll) (17,63 Zoll) (3.41 Zoll) 35,95 mm (1,41 Zoll) | (319 Zoll) (33,260 Zoll)
Ohne Blende:
22,0 mm
(0,866 Zoll)

@lANMERKUNG: * — Zb bezieht sich auf die RiickwandauBenflache, auf der sich die Systemplatinen-1/0-Anschliisse befinden.
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Gewicht des Systems

Tabelle 2. Gewicht des Dell EMC PowerEdge R740xd2-Systems

System-konfiguration

Hochstgewicht (mit allen Laufwerken/SSDs)

24+2 x 3,5-Zoll-Laufwerke

40 kg (88,2 Ib)

GUID-69BDFAAC-D28D-48AE-ACAC-4C0888D3A7DA
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Technische Daten des Prozessors

Tabelle 3. Technische Daten des Prozessors fiir das Dell EMC PowerEdge R740xd2

Unterstiitzter Prozessor Anzahl der unterstiitzten Prozessoren
Zwei Prozessoren der Intel Xeon Scalable-Produktreihe der 2. Zwei

Generation

|dentifier GUID-EBB317D9-F45B-4151-91AD-9FF23C1FA7DA

Version 6

Status Translation approved

Unterstutzte Betriebssysteme

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstiitzt die folgenden Betriebssysteme:

VMwa

Canonical Ubuntu LTS
Citrix XenServer

Microsoft Windows Server
Red Hat Enterprise Linux
SUSE Linux Enterprise Server

re ESXi

|dentifier
Version
Status
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PSU - Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstitzt bis zu zwei Wechselstrom- oder Gleichstrom-Netzteile.

Tabelle 4. PSU - Technische Daten

Netzteil Klasse Warmeabga | Frequency | Spannung Wechselstrom (AC) Gleichstro | Strom
be (Speicherta m (DC)
(maximal) | ktrate) Hochspan [ Niedrige
nung 100- | Netzspannu
240V ng 100-120
v
100 W Platin 4100 BTU/h | 50/60 Hz 100-240 V 100 W 1050 W - 12A-65A
Wechselstro Wechselstrom,
m autom.
Bereichseinstel
lung

Technische Daten




Tabelle 4. PSU - Technische Daten (fortgesetzt)

Bereichseinstel
lung

Netzteil Klasse Warmeabga | Frequency | Spannung Wechselstrom (AC) Gleichstro | Strom
be (Speicherta m (DC)
(maximal) | ktrate) Hochspan | Niedrige
nung 100- | Netzspannu
240V ng 100-120
\'
1100 W Platin 4416 BTU/h | 50/60 Hz 100-240 V 1100 W - - 12A-65A
Gemischter Wechselstrom,
Modus autom.
HVDC (nur Bereichseinstel
fir China lung
und Japan) -
Platin 4416 BTU/h | - 200-380 V - - 100 W 6,4 A-3,2 A
Gleichstrom,
autom.
Bereichseinstel
lung
750 W Platin 2891BTU/h | 50/60 Hz 100-240 V 750 W - - 10 A-5A
Wechselstro Wechselstrom,
m autom.
Bereichseinstel
lung
750 Wim Platin 2902 BTU/h | 50/60 Hz 100-240 V 750 W - - 10 A-5A
gemischten Wechselstrom,
Modus autom.
Bereichseinstel
lung
Platin (nur 2902 BTU/h | - 240 - - 750 W 5A
far China) V Gleichstrom,
autom.
Bereichseinstel
lung
750 W Platin 2902 BTU/h | 50/60 Hz 100-240 V 750 W - - 10 A-5A
Gemischter Wechselstrom,
Modus autom.
HVDC (nur Bereichseinstel
fur China) lung
Platin 2902 BTU/h | - 240 - - 750 W 45A
V Gleichstrom,
autom.

®| ANMERKUNG: Die Wéarmeabgabe berechnet sich aus der Wattleistung des Netzteils.

ANMERKUNG: Dieses System ist auf3erdem flr den Anschluss an IT-Stromsysteme mit einer Auf3enleiterspannung von héchstens

240 V konzipiert.
|dentifier GUID-BDF4F9E3-DAC4-4911-A425-45EB002D31ME
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Technische Daten zu den Kuhlungsluftern

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstiitzt bis zu sechs Hochleistungslifter.
ANMERKUNG: Verwenden Sie beim Auswahlen und Aufristen der Systemkonfiguration den Dell Energy Smart Solution Advisor
unter Dell.com/ESSA, um den Stromverbrauch des System zu priifen und eine optimale Energienutzung zu gewahrleisten.

Technische Daten




Tabelle 5. Liifter-Suppportmatrix fiir das Dell EMC PowerEdge R740xd2 System

Speicher PSU-Typ rrozessoranzah Lifter 1 Lifter 2 Liifter 3 Liifter 4 Liifter 5 Lifter 6
24+2 x 3,5- | Nur 1 Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich
Zoll- redundante - - - - - -
Laufwerke Netzteile 2 Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich
oder

24 x 3,5-

Zoll-

Laufwerke

@ ANMERKUNG: Jeder LUfter ist in der Systems Management Software aufgefuhrt und mit der entsprechenden Lufternummer
bezeichnet. Bei einem Defekt lasst sich anhand der Nummer auf der Lufterbaugruppe problemlos ermitteln, welcher Lufter
ausgetauscht werden muss.

|dentifier
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Technische Daten der System-batterie

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstitzt Lithium-Knopfzellenbatterien des Typs CR 2032 mit 3,0 V als Systembatterie.

|dentifier
Version
Status
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Technische Daten des PCle-Erweiterungskarten-Risers

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstitzt bis zu drei PCle-Erweiterungskarten (PCl Express) dieser Generation, die auf der
Systemplatine und den Erweiterungskarten-Risern eingesetzt werden kénnen.

Tabelle 6. Auf der Systemplatine unterstiitzte Erweiterungskartensteckplatze

Prozessor 1 Prozessor 2 PCH
PCle- Riser 2 .
e Kartenunter Rechter | Butterfly- Auf Interner Linker Auf

aﬁ;edc:rﬁlzﬁ::r stiitzung (RLng)' Riser Riser Planar Riser Riser Auf Planar Planar
PCle-Steckplatz | Einzigartig x8
1 bei Dell
PCle-Steckplatz | Flaches Profil x16
2 — halbe

Baulange
PCle-Steckplatz | Volle x16 x8 oder
2 Bauhohe — x16

halbe

Baulange
PCle-Steckplatz | Flaches Profil x8 x16
3 — halbe

Baulange
PCle-Steckplatz | Flaches Profil x16
4 — halbe

Baulange
PCle-Steckplatz | Flaches Profil x4
5 — halbe
(D|ANMERKU | Baulange

NG: PCle

8 Technische Daten



Tabelle 6. Auf der Systemplatine unterstiitzte Erweiterungskartensteckplatze (fortgesetzt)

Prozessor 1 Prozessor 2 PCH

PCle- Riser 2 .
e Kartenunter Rechter | Butterfly- Auf Interner Linker Auf
aﬁ\sedc:n'?llla'\’ti::r stiitzung %ngx)' Riser Riser Planar Riser Riser Auf Planar Planar

Steckplatz 5
verfugt Uber
ein offenes
Back-End
und grofere
PCle-
Kartenansch
lisse
kénnen in
diesem
Steckplatz
eingesetzt
werden.

PCle-Steckplatz | Flaches Profil x4

6 — halbe
Baulange

®| ANMERKUNG: Die Erweiterungskartensteckplatze sind nicht hot-swap-fahig.

|dentifier GUID-D1026157-FD06-4A23-B355-0396D164FCOF
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Arbeitsspeicher — Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstiitzt 16 DDR4-RDIMM-Steckplatze (Registered DIMM). Es werden die folgenden
Speicherbusfrequenzen unterstitzt: 1.866 MT/s, 2.133 MT/s, 2.400 MT/s und 2.666 MT/s.

Tabelle 7. Arbeitsspeicher — Technische Daten

DIMM Einzelprozessor Zwei Prozessoren
DIMM-Typ DIMM-Rank | icapazitat RAM RAM RAM RAM
(Minimum) (Maximum) (Minimum) (Maximum)
Single-Rank 8 GB 8GB 80 GB 16 GB 128 GB
RDIMM Zweifach 16 GB 16 GB 160 GB 32 GB 256 GB
Zweifach 32 GB 32 GB 320 GB 64 GB 512 GB
|dentifier GUID-7C133A96-6153-47C5-8051-51922553001A
Version 4
Status Translation approved

Speicher-Controller — Technische Daten

Das PowerEdge R740xd2-System unterstitzt die folgenden Controllerkarten.

Tabelle 8. Controllerkarten des Dell EMC PowerEdge R740xd2-System

Interne Controller Externe Controller
e PERC H740P o 12-GBit/s-SAS-HBA-Controller
e PERC H730P e PERC H840

Technische Daten




Tabelle 8. Controllerkarten des Dell EMC PowerEdge R740xd2-System

Interne Controller Externe Controller
e PERC H330 e PERC HBA355e
e HBA330

e S140

e HBA350i,MMLP-B

|dentifier GUID-8EF7999D-03E2-4C45-88E6-DOCABIEB3ABF
Version 3
Status Translation Validated

Laufwerke

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstiitzt:

Tabelle 9. Laufwerk — Technische Daten

Gehéduseoptionen Konfigurationen

Geh&use mit 24 Laufwerken Bis zu 24 vorne zugangliche 3,5-Zoll-Laufwerke (SATA oder Nearline-SAS) in den
Steckplatzen 0 bis 23 und

Bis zu acht vorne zugangliche 2,5-Zoll-Laufwerke (SAS, SATA-SSDs), die in den
Steckpléatzen 16 bis 23 eingesetzt werden kdnnen.

Gehause mit 24 Laufwerken vorne und zwei Bis zu 24 vorne zugangliche 3,5-Zoll-Laufwerke (SATA oder Nearline-SAS) in den
Laufwerken hinten Steckpléatzen O bis 23 und bis zu zwei hinten zugangliche 3,5-Z0oll-SAS/SATA-
Laufwerke.
@ ANMERKUNG: Bei Konfigurationen mit einem einzigen PERC sind dies
die Steckplatze 24 bis 25. Bei Konfigurationen mit zwei PERC-Controllern,
einschlie3lich Software-RAID S140, sind dies die Steckplatze 0 bis 1.

@ ANMERKUNG: Das Einsetzen von 2,5-Zoll-Laufwerken in 3,5-Zoll-Laufwerkstrager wird bei SAS-Laufwerken und SATA-SSDs
unterstutzt.

Festplattenkonfigurationen

Tabelle 10. Festplattenkonfigurationen

Gehauseoptionen Konfigurationen

24 3,5-Zoll-Laufwerke (12+12 mit einem | @ Laufwerkschacht 1 physische Steckplatznummer O bis 11

einzigen PERC) o Logisch nummeriert von O bis 11

e Laufwerkschacht 2 physische Steckplatznummer 12 bis 23
o Logisch nummeriert von 12 bis 23

24 3,5-Zoll-Laufwerke vorne + 2 3,5- e Laufwerkschacht 1 physische Steckplatznummer O bis 11
Zoll-Laufwerke hinten (12+12+2 mit o Logisch nummeriert von O bis 11
einem einzigen PERC) e Laufwerkschacht 2 physische Steckplatznummer 12 bis 23

o Logisch nummeriert von 12 bis 23
e |aufwerkschacht O Steckplatznummern 24 und 25
o Zwei Laufwerke im hinteren Gehéuse sind logisch mit 24 und 25 nummeriert.

24 3,5-Z0ll-Laufwerke vorne + 2 3,5- e Laufwerkschacht 1 physische Steckplatznummer 0O bis 11
Zoll-Laufwerke hinten (12+12+2 hinterer o Logisoh nummeriert von O bis 11
SATA-Chipsatz) e Laufwerkschacht 2 physische Steckplatznummer 12 bis 23

o Logisch nummeriert von 12 bis 23
e |aufwerkschacht O Steckplatznummern 24 und 25
o Beidieser Konfiguration werden zwei Laufwerke im hinteren Gehause logisch mit O
und 1 nummeriert.

10 Technische Daten



Tabelle 10. Festplattenkonfigurationen (fortgesetzt)

Gehauseoptionen Konfigurationen

24 3,5-Zoll-Laufwerke vorne + 2 3,5- e | aufwerkschacht 1 physische Steckplatznummer O bis 11
Zoll-Laufwerke hinten (zwei PERC: o Logisch nummeriert von O bis 11
Schacht 1und 2 auf dem ersten PERC, | ¢ | aufwerkschacht 2 physische Steckplatznummer 12 bis 23
Schacht 0 auf dem zweiten PERC) o Logisch nummeriert von 12 bis 23
e | aufwerkschacht O Steckplatznummern 24 und 25
o Beidieser Konfiguration sind zwei Laufwerke im hinteren Gehause logisch mit O und 1
nummeriert

GUID-1E74724E-17D1-4158-AD39-E99D78048F 3E
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Ports und Anschlusse - Technische Daten

|dentifier GUID-C9CD2A52-C355-4E1C-9575-E6D1CB05829C
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Technische Daten der USB-Ports

Tabelle 11. Technische Daten der USB-Ports fiir das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System

Vorderseite Riickseite Intern
USB-Porttyp Anzahlvon | ysg-Porttyp | AnZahiven | ysp-porttyp | Anzahiven
USB 2.0-konformer Port Eins USB 3.0- Zwei Interner USB Eins
- — - - konforme 3.0-konformer

Micro-USB-2.0-konformer Port fir iDRAC Direct | Eins Ports Anschluss
@ ANMERKUNG: Der Mikro-USB 2.0-

konforme Port kann nur als iDRAC Direct-

oder Verwaltungsport verwendet werden.

|dentifier
Version 1
Status Translation Validated

GUID-7994B728-5A4F-47E3-BC8B-365BDF37B326

NIC-Ports — Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstitzt bis zu zwei NIC-Ports auf der Ruckseite, die Uber zwei 1-Gbit/s-Konfiguration

verfugen.

@lANMERKUNG: Sie kénnen bis zu sechs PCle-Add-on-NIC-Karten einsetzen.

|dentifier
Version 1
Status

Translation Validated

GUID-0B3CF87B-COF3-45E3-BA27-40FDF75C0OF8B

Serieller Anschluss — Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstitzt einen seriellen Anschluss auf der Rickseite. Hierbei handelt es sich um einen
9-poligen Anschluss, Data Terminal Equipment (DTE), 16550-konform.

Technische Daten

1"
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VGA-Anschliisse — Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2System unterstiitzt einen 15-poligen VGA-Anschluss auf der Rickseite des System.

Identifier GUID-2CDB6E8A-C62B-4C47-926C-60A105C7802E
Version 2

Status Translation Validated

IDSDM-Modul

Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstUtzt optional das interne Dual-SD-Modul (IDSDM).

Das Modul unterstiitzt drei microSD-Karten; zwei Karten fir IDSDM und eine Karte fur vFlash. Bei PowerEdge-Servern der 14. Generation
sind das IDSDM (internes Dual-SD-Modul) oder das vFlash-Modul in einem einzigen Kartenmodul kombiniert und stehen in den folgenden
Konfigurationen zur Verfiigung:

e VvFlash oder

e VFlash und IDSDM

Tabelle 12. Unterstiitzte microSD-Kartenspeicherkapazitat

IDSDM-Karte vFlash-Karte
e 16GB e 16GB

e 32GB

e 64GB

@lANMERKUNG: Es gibt zwei DIP-Schalter auf dem IDSDM- oder vFlash-Modul fir Schreibschutz.

@lANMERKUNG: Ein IDSDM-Kartensteckplatz ist fur die Redundanz reserviert.

®

ANMERKUNG: Verwenden Sie microSD-Karten von Dell EMC, die mit dem IDSDM- oder vFlash-konfigurierten Systemen verknUpft

sind.
|dentifier GUID-130EC446-9125-4CCB-93B4-62B6DADIEEEF
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Grafik — Technische Daten

///Das Dell EMC PowerEdge R740xd2-System unterstltzt einen integrierten Matrox G200eW3-Grafikcontroller mit 16 MB
Videoframebuffer.

Tabelle 13. Unterstitzte Optionen fiir die Videoauflosung

Lésung Bildwiederholfrequenz (Hz) Farbtiefe (Bit)
1024 X 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 X 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 X 900 60 8,16, 32
1.600 x 900 60 8,16, 32
1.600 x 1.200 60 8,16, 32
1.680 x 1.050 60 8,16, 32
1.920 x 1.080 60 8,16, 32

12 Technische Daten



Tabelle 13. Unterstiitzte Optionen fiir die Vid

eoauflosung (fortgesetzt)

Loésung Bildwi

ederholfrequenz (Hz) Farbtiefe (Bit)

1920 x 1200 60

8,16, 32

®| ANMERKUNG: Die Auflésungen 1.920 x 1.080 und 1.920 x 1.200 werden nur im Reduced-Blanking-Modus unterstutzt.

|dentifier
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GUID-E8253BEA-B985-466D-9123-4F2EB871E91D

Umgebungsbedingungen

®|ANMERKUNG: https://www.dell.com/idracmanuals

Tabelle 14. Temperatur — Technische Daten

Temperatur

Technische Daten

Speicher

-40-65 °C (-40-149 °F)

Dauerbetrieb (fur Héhen unter 950 m oder
3.7 Fuf3)

10-30 °C (50 bis 86 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Gerate

Frischluft

Weitere Informationen zur Frischiuftkihlung finden Sie im Abschnitt Erweiterte
Betriebstemperatur.

Maximaler Temperaturgradient (Betrieb und
Lagerung)

20 °C/h (36 °F/h)

Tabelle 15. Relative Luftfeuchtigkeit — Technische Daten

Relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten

Speicher

5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (RL) bei einem max. Taupunkt von 33 ©C
(91°F).

Die Atmosphare muss jederzeit nicht kondensierend sein.

Waéhrend des Betriebs

10% bis 80% bei einem max. Taupunkt von 29 ©C (84.2°F).

Tabelle 16. Zuldssige Erschiitterung — Techn

ische Daten

Zuldssige Erschiitterung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

0,26 Gyps bei 5 Hz bis 350 Hz (alle Betriebsrichtungen)

Speicher

1,88 g bei 10 Hz bis 500 Hz tber 15 Minuten (alle sechs Seiten getestet)

Tabelle 17. Technische Daten fiir maximal zu

lassige Stof3wirkung

Maximal zuldssige Stof3einwirkung

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

Sechs nacheinander ausgeflhrte Stof3e mit 6 G von bis zu 11 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung.

Speicher

Sechs nacheinander ausgeflhrte Stéf3e mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in
positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stof3 auf jeder Seite des
Systems)

Tabelle 18. Maximale Hohe — Technische Dat

en

Maximale Hohe liber NN

Technische Daten

Wahrend des Betriebs

3048 m (10.000 Fuf3)

Speicher

12.000 m (39.5370 Fuf3)

Technische Daten
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Tabelle 19. Herabstufung der Betriebstemperatur — Technische Daten

Herabstufung der Betriebstemperatur Technische Daten

Bis zu 30 °C (86 °F)

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/300 m (1 °F/547 Fuf3)
oberhalb von 950 m (3.117 FuB).

Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/175 m (1 °F/319 Fuf3) oberhalb
von 950 m (3.117 Fuf3).

30 bis 40 °C (86 bis 104 °F)

Maximale Temperatur verringert sich um 1 °C/125 m (1 °F/228 Fuf3) oberhalb
von 950 m (3.117 Fuf3).

40-45 °C (104-113 °F)

|dentifier GUID-D5ANMB66F-2F94-41AA-9745-0A922EDB0OB99
Version 1
Status Translation Validated

Standardbetriebstemperatur

Tabelle 20. Technische Daten fiir Standardbetriebstemperatur

Standardbetriebstemperatur Technische Daten

10 ©C bis 30 ©C (50 ©F bis 86 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die
Geréte.

Dauerbetrieb (fir Héhen unter 950 m oder 3.117 Fuf3)
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Temperaturbeschrankungen

Das System muss bei einer Temperatur von unter 30 ©C betrieben werden.

Alle im System installierten Lifter mUssen vom gleichen Hersteller stammen.

KUhlung Uber Frischluft wird nicht unterstiitzt.

140-W-Prozessoren werden in Konfigurationen mit rlickseitigen Laufwerken nicht unterstitzt.

Andere als die von Dell zugelassenen oder zertifizierten Prozessoren werden nicht unterstitzt.

LRDIMMs werden nicht unterstutzt.

10-GbE-/25-GbE-OCPs erfordern eine PCle-Verkleidung fur Konfigurationen mit riickseitigen Laufwerken, wenn keine PCle-Karte
installiert ist.

Butterfly-Konfigurationen ohne Riser unterstiitzen keine 10-GbE-/25-GbE-OCPs, da keine PCle-Verkleidung installiert werden kann.
Laufwerkschachte durfen sich aus Grinden der Temperaturentwicklung nicht l&nger als 5 Minuten in der Serviceposition befinden.
Wenn ein Laufwerkschacht langer als fiinf Minuten offen bleibt, drehen sich die Lufter mit einer hdheren Geschwindigkeit, um

flr zusatzliche Kuhlung im System zu sorgen. Der Status des Systemzustands wechselt deshalb von normal zu kritisch und das
Systemereignis The BP1 drive bay is kept open for an extended period of time wird protokolliert.
GPGPU-Karten werden nicht unterstitzt.

Andere als die von Dell zertifizierten Peripheriekarten werden nicht unterstutzt.

Die Installation von Erweiterungskarten und Risern muss gemaf3 der spezifischen Richtlinien zur Installation von Erweiterungskarten

erfolgen.
e Das Mellanox CX-5-Kabel fiir 100-G-QSFP-PCle-Adapter mit zwei Ports ist beschrankt auf Dell NW-QSPF28-Direct-Attach-Kabel und
Finisar-100G-85C-Glasfaserkabel. Andere als die von Dell zertifizierten Kabel werden nicht unterstutzt.

Tabelle 21. Standard beziiglich der Temperaturiiberschreitung

Konfiguration Maximale Anzahl der unterstiitzten | DIMM- Kihlkorper Kihlgehdus | Lifter
Prozessoren Platzhalter etyp
Anzahl Modell
Butterfly- | Ohne Riser 1 oder 2 <=140 W Erforderlich Prozessor 1: 2HE- 6 x
Konfigurati - Prozessoren Standard- Kihlgehduse | Hochleist
on M't Butterfly- Kuhlkorper ungslufter
Riser
Prozessor 2:
1,5HE-
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Tabelle 21. Standard beziiglich der Temperaturiiberschreitung (fortgesetzt)

x Adapterkarten
mit flachem

Profil

Konfiguration Maximale Anzahl der unterstiitzten | DIMM- Kihlkorper Kihlgehdus | Lifter
Prozessoren Platzhalter etyp
Anzahl Modell
Hochleistungski
hikdrper
Konfigurati | Rechter Riser 1 oder 2 <=125W Prozessor 1: 2HE-
on mit flr 1x Prozessoren Standard- Kuhlgehause
rlickseitige | Adapterkarte Kuhlkorper fr
n Modulen | voller Bauhthe rlickseitige
Prozessor 2: 1-
3,5-Zoll-X-2-
Rechter Riser + HE-HPR-
e HDD
linker Riser fur 2 Kuhlkorper

Tabelle 22. Temperaturbeschrankungen fiir Erweiterungskarten

Tier-Stufe der
thermischen
Kiihlung

Busbreite

Karten voller
Bauhohe

Anwendungeinsch
rankungen
(Konfigurationstyp
/PCle-Steckplatz)

Karten halber
Bauhohe

Anwendungeinsch
rdankungen
(Konfigurationstyp
/PCle-Steckplatz)

10

x8

Mellanox, 40G, zwei
Ports, CXP, QSFP /
Solarflare, 10G, zwei

Ports, SF852P /

Solarflare, 10G, zwei

Ports, SF852X

Mellanox, 40G, zwei

Ports, CXP, QSFP

QLOGIC, 10G, vier
Ports, QLGX

Konfiguration
mit rickseitigem
HDD-Modul /
Steckplatz 2

QLOGIC, 10G, zwei (1.

Ports, BT / QLOGIC,

25@G, zwei Ports,
SFP

Butterfly-Riser-
Konfiguration /
Steckplatz 3, 4,
5

Konfiguration mit
rlickseitigem
HDD-Modul /
Steckplatz 2, 3
Ohne Riser, ohne
rlckseitiges
HDD-Modul /
Steckplatz 5

Mellanox, 40G, zwei | 1.

Ports, CXP, QSF /

Solarflare, 10G, zwei

Ports, SF852X /

Solarflare, 10G, zwei | 2.

Ports, SF852P

Butterfly-Riser-
Konfiguration /
Steckplatz 3, 4,
5

Konfiguration mit
rlckseitigem
HDD-Modul /
Steckplatz 2, 3

Butterfly-Riser-
Konfiguration
Steckplatz 3, 4
Konfiguration mit
rlckseitigem
HDD-Modul/
Steckplatz 2,3

QLOGIC, 10G, vier
Ports, QLGX

Butterfly-Riser-
Konfiguration /
Steckplatz 3, 4
Konfiguration mit
rickseitigem
HDD-Modul /
Steckplatz 2, 3
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Tabelle 22. Temperaturbeschrankungen fiir Erweiterungskarten (fortgesetzt)

Tier-Stufe der Busbreite Karten voller Anwendungeinsch | Karten halber Anwendungeinsch

thermischen Bauhdhe rankungen Bauhdhe riankungen

Kihlung (Konfigurationstyp (Konfigurationstyp

/PCle-Steckplatz) /PCle-Steckplatz)

8 x4 - - Intel NVME P4800X | Butterfly-Riser-
Konfiguration /
Steckplatz 3
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Partikel- und gasformige Verschmutzung - Technische Daten

In der folgenden Tabelle werden die Grenzwerte zur Verhinderung von Schaden an Geréten und/oder Fehlern durch Partikel- und
gasférmige Verschmutzung definiert. Wenn die Partikel- oder gasférmige Verschmutzung die festgelegten Grenzwerte Uberschreitet
und Schéden an Geraten oder Fehler verursacht, missen Sie womaoglich die Umgebungsbedingungen korrigieren. Die Berichtigung von
Umgebungsbedingungen liegt in der Verantwortung des Kunden.

Tabelle 23. Partikelverschmutzung — Technische Daten

Partikelverschmutzung Technische Daten

Rechenzentrum-Luftfilterung gemaf ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer
oberen Konfidenzgrenze von 95 %.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung gilt nur far
Rechenzentrumsumgebungen. Luftfilterungsanforderungen beziehen
sich nicht auf IT-Gerate, die fur die Verwendung auf3erhalb eines
Rechenzentrums, z. B. in einem Buro oder in einer Werkhalle, konzipiert
sind.

Luftfilterung

ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss Uber
MERV11- oder MERV13-Filterung verfugen.

©)

Luft muss frei von leitféhigem Staub, Zinknadeln oder anderen leitféhigen
Partikeln sein.

@ ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.

Leitfahiger Staub

Luft muss frei von korrosivem Staub sein

Der in der Luft vorhandene Reststaub muss Uber einen
Deliqueszenzpunkt von mindestens 60 % relativer Feuchtigkeit
verflgen.

ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums-
sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.

Korrosiver Staub

©)

Tabelle 24. Gasformige Verschmutzung — Technische Daten

Gasformige Verschmutzung Technische Daten

Kupfer-Kupon-Korrosionsrate <300 A/Monat pro Klasse G1 gema ANSI/ISA71.04-1985.

Silber-Kupon-Korrosionsrate <200 A/Monat gemaf3 AHSRAE TC9.9.

®| ANMERKUNG: Maximale korrosive Luftverschmutzungsklasse, gemessen bei <50 % relativer Luftfeuchtigkeit.
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